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(54) Title: METHOD FOR PERMANENTLY CONNECTING TWO METAL SURFACES
(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUM PERMANENTEN VERBINDEN ZWEIER METALLOBERFLACHEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a permanent, electrically conductive connection between a first
metal surface of a first substrate and a second metal surface of a second substrate, comprising the following method steps, more
particularly method sequence: - processing the first and second metal surfaces in such a way that, during a connection of the metal
surfaces, more particularly in a time period of a few minutes after processing, it is possible to produce a permanent, electrically
conductive connection produced at least predominantly by substitution diffusion between metal ions and/or metal atoms of the
two metal surfaces, said metal ions and/or metal atoms being, more particularly, of identical type, preferably identical, - orienting
and connecting the first and second metal surfaces, wherein, during processing, orienting and connecting, a process temperature of
at most 300°C, more particularly at most 260°C, preferably 230°C, even more preferably 200°C, particularly preferably at most
180°C, ideally at most 160°C, is not exceeded.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer permanenten, elektrisch leittdhigen Verbin-
dung zwischen einer ersten Metalloberfldche eines ersten Substrats und einer zweiten Metalloberfldche eines zweiten Substrats
mit folgenden Verfahrensschritten, insbesondere Verfahrensablauf: - Bearbeitung der ersten und zweiten Metalloberflache derart,
dass bei einer Verbindung der Metalloberflichen, insbesondere in einem Zeitraum von wenigen Minuten nach der Bearbeitung,
eine permanente, zumindest {iberwiegend durch Substitutionsdiffusion zwischen, insbesondere gleichartigen, vorzugsweise glei-
chen, Metallionen und/oder Metallatomen der beiden Metalloberfldchen erzeugte, elektrisch leitfihige Verbindung herstellbar ist,
- Ausrichtung und Verbindung der ersten und zweiten Metalloberflache, wobei wihrend der Bearbeitung, Ausrichtung und Ver-
bindung eine Prozesstemperatur von maximal 300°C, insbesondere maximal 260°C, vorzugsweise 230°C, noch bevorzugter
200°C, besonders bevorzugt maximal 180°C, idealerweise maximal 160°C, nicht {iberschritten wird.
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